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หน่่วยความจำำ�แบบแพ็ก็เกจบนแพ็ก็เกจฝัังตััวสำำ�หรับัอุุปกรณ์์สวมใส่ ่

ePoP ของ Kingston มอบชิ้้�นส่ว่นมาตรฐาน JEDEC ท่ี่�มีีการรวมกัันอย่า่งสมบููรณ์์ซึ่่�งรวมหน่่วย
ความจำำ� Embedded MultiMedia Card (e•MMC) และ Low-Power Double Data Rate (LPDDR) 

DRAM เข้า้ด้้วยกันในโซลูชูันั Package-on-Package (PoP) ePoP ติิดตั้้�งอยู่่�เหนืือระบบท่ี่�อยู่่�บนชิิป 

(SoC) โดยตรง ท่ี่�รองรับั ซึ่่�งช่ว่ยลดพื้้�นท่ี่�แผงวงจรพิิมพ์์ (PCB) และรับัประกัันประสิิทธิภิาพการ
ทำำ�งานท่ี่�เหมาะสมท่ี่�สุดุ ePoP เป็็นโซลูชูันัท่ี่�เหมาะสำำ�หรับัแอปพลิิเคชันัท่ี่�มีีข้อ้จำำ�กัดด้้านพื้้�นท่ี่� เช่น่ 

อุุปกรณ์์สวมใส่่

เพิ่่�มเติิม >>

ePoP



ePoP

หมายเลขชิ้้�นส่ว่นและข้อ้มููลจำำ�เพาะสำำ�หรับั EPOP

ePoP มาตรฐาน LPDDR4x

หมายเลขชิ้้�นส่ว่น
ความจุุ คำำ�อธิบิาย แพ็ก็เกจ

FBGA อุุณหภูมูิิใน
การทำำ�งานNAND

(GB)
DRAM
(Gb)

eMMC DRAM (มม.)

64EP16-M4MTB9W 64 16 5.1 LPDDR4x 8x9.5x0.6 144 -25°C ~ +85°C 

64EP32-M4NTB9W 64 32 5.1 LPDDR4x 8x9.5x0.65 144 -25°C ~ +85°C 

ePoP มาตรฐาน LPDDR5x

หมายเลขชิ้้�นส่ว่น
ความจุุ คำำ�อธิบิาย แพ็ก็เกจ

FBGA อุุณหภูมูิิใน
การทำำ�งานNAND

(GB)
DRAM
(Gb)

eMMC DRAM (มม.)

64EP16-M5ATB9W 64 16 5.1 LPDDR5x 8x9.5x0.58 201 -25°C ~ +85°C 

64EP32-M5BTB9G 64 32 5.1 LPDDR5x 8x9.5x0.65 201 -25°C ~ +85°C 

64EP32-M5BTB9M 64 32 5.1 LPDDR5x 8x9.5x0.7 201 -25°C ~ +85°C 

IoT 

อุปกรณ์สวมใส่

กลุ่่�มตลาด

•	 การติิดตั้้�งอยู่่�เหนืือระบบท่ี่�อยู่่�บนชิิป (SoC) โดยตรงทำำ�ให้ ้ePoP เป็็นโซลูชูันัท่ี่�
เหมาะสำำ�หรับัแอปพลิิเคชันัท่ี่�มีีฟอร์ม์แฟคเตอร์ข์นาดเล็ก็ เช่น่ อุุปกรณ์์สวมใส่ ่

•	 หน่่วยความจำำ�แบบ Low-Power DRAM และเฟิริ์ม์แวร์ท่์ี่�ปรับัแต่่งสำำ�หรับัการ
จัดัเก็็บช่ว่ยลดการใช้พ้ลังังาน ในขณะท่ี่�ให้ป้ระสิิทธิภิาพการทำำ�งานสูงูตามท่ี่�
ต้้องการสำำ�หรับัแอปพลิิเคชันัอุุปกรณ์์สวมใส่ท่่ี่�ใช้แ้บตเตอรี่่�

จุุดเด่่นท่ี่�สำำ�คััญ
•	 ช่ว่ยให้ก้ารออกแบบระบบง่่ายขึ้้�น ลดเวลาในการออกสู่่�ตลาด และย่น่ระยะ
เวลาในการตรวจสอบคุณุภาพ

•	 มีีการกำำ�หนดค่าเฟิริ์ม์แวร์ห์ลายรูปูแบบเพื่่�อให้เ้หมาะกัับความต้้องการของ
แอปพลิิเคชันัของคุณุในด้า้นประสิิทธิภิาพการทำำ�งาน พลังังาน และอายุุ
การใช้ง้าน

อุปกรณ์ความจริงเสริม (AR) / ความจริงเสมือน (VR) 
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